附件1：核心芯片应用情况表



	核心芯片应用情况表

	序号
	设备供应商
	设备种类
	设备型号
	芯片种类
	芯片描述
	芯片设计信息
	芯片制造信息
	芯片封装信息
	芯片测试信息
	备注

	
	
	
	
	
	芯片厂家
	芯片型号
	芯片制程（nm）
	芯片设计单位
	注册地址
	注册信息是否包含“集成电路设计”
	是否具有独立法人
	是否具有集成电路文件核心关键技术和属于本企业的知识产权
	是否拥有该集成电路产品的完整齐备设计文件
	集成电路设计机构地址（实际研发地点）
	芯片制造单位
	地址（至少精确到市）
	芯片封装单位（全称）
	地址（至少精确到市）
	芯片测试单位（全称）
	地址（至少精确到市）
	如果封装测试在一起，就写同样的信息即可

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














附件2：芯片供应商承诺函
芯片供应商承诺函

[bookmark: _GoBack]南网数字运营软件科技（广东）有限公司： 
我司作为贵公司       设备(型号：      ）主要核心芯片    （型号：       ）的供应商，为保证我司产品的供应稳定，特向贵公司做出如下承诺：
一、关于我方公司注册地及法人的情况
公司名称：
法定代表人姓名：
公司注册地址：
组织机构代码：
我司承诺所提供的公司信息真实有效，公司运营期间公司实际地址将一直保持与注册地址相符。
二、产品信息
芯片设计公司名称：
芯片设计公司注册地址：
芯片设计研发地址：
是否拥有该产品的完整齐备设计文件：
芯片制造公司名称：
芯片制造地址（城市）：
芯片封装公司名称：
芯片封装地址（城市）：
芯片测试公司名称：
芯片测试地址（城市）：
我司承诺所提供的产品信息真实有效，并将按贵司要求，如期提供符合质量、数量的产品，采取一切措施，确保供应链的稳定性和连续性，如遇特殊情况可能导致供应中断，将及时通知贵司，并协商采取相应措施，保障产品供应。
特此函达！

供应商：（公章）
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